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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国集成电路标准化技术委员会(SAC/TC599)归口。
本文件起草单位:中国电子科技集团公司第五十八研究所、神州龙芯智能科技有限公司。
本文件主要起草人:袁世伟、高娜燕、肖汉武、帅喆、黄海林、肖隆腾、何慧颖。
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集成电路三维封装

芯片叠层工艺过程和评价要求

1 范围

本文件规定了集成电路三维封装中使用引线键合工艺及倒装工艺进行的芯片叠层工艺过程和评价

要求。
本文件适用于集成电路三维封装中使用引线键合及倒装工艺进行叠层的电路。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T25915.1—2021 洁净室及相关受控环境 第1部分:控粒子浓度划分空气洁净度等级

GB/T35005—2018 集成电路倒装焊试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
芯片堆叠 diestack
将包含两层或多层有源电子器件的芯片水平集成在一个电路里。

4 一般要求

4.1 设备、仪器和工装夹具

叠层工艺所需设备仪器应定期进行鉴定和校准。工装夹具应完好无损、洁净,规格尺寸应与工艺要

求相适应,常用设备仪器及工装夹具见表1所示。

表1 常用设备仪器及工装夹具

序号 名称 主要技术要求 用途

1 贴片机 装片精度:XY 不超过20μm,旋转小于或等于0.5° 点胶、装片工艺

2 热压焊机 温度、压力范围可调 用于倒装芯片互连

3 固化炉 温度误差不超过10℃;30min时间误差不超过5s 胶材料固化

4 回流炉 温度可调 焊膏焊接及胶水固化

5 清洗机 清洗后芯片表面无助焊剂残留 清洗倒装芯片助焊剂

6 低倍显微镜 满足镜检使用要求 装片后外观检验
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